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Intercambio en fabricas conectadas (CFX)

1 ALCANCE

Este estandar establece los requisitos para el intercambio omnidireccional de informacion entre procesos de fabricacion y
los sistemas anfitrion (host) asociados en la fabricacion de ensambles. El estandar se refiere a la comunicacion entre todos
los procesos ejecutables en la fabricacion de ensambles de tarjetas de circuitos impresos, ya sean estos automaticos,
semiautomaticos o manuales, y es asimismo aplicable a procesos asociados de ensamble de tipo mecanico o transaccional.

1.1 Objetivo Con la expansion y creciente aceptacion de las practicas y modelizacion digitales en el ambito de la
fabricacion, el que no haya ninguna norma holistica IIoT (siglas en inglés para denotar «internet industrial de las cosas») que
regule la transferencia de informacion entre maquinas, sistemas y procesos se ha convertido en una limitacion grave que frena
el avance de la digitalizacion e informatizacion en la industria de fabricacion de electronica, al impedir que las innovaciones
tecnoldgicas, como las de «Industria 4.0» e «Industria inteligentey, estén disponibles para todas las empresas industriales, sea
cual sea su tamafio, sector y ubicacion.

El estandar CFX proporciona un entorno de comunicaciones a lo largo y amplio de toda la fabricacion, que es realmente del
tipo «Plug and Play» (enchufar y usar) y en el que todos los equipos, procesos de fabricacion y estaciones transaccionales
pueden intercomunicarse, sin que sea necesario desarrollar y utilizar interfaces hechas a medida. Los equipos y soluciones
capacitados para CFX pueden intercomunicarse fluidamente, aunque provengan de distintos proveedores. Los usuarios del
estandar CFX son de muy diversos tipos, pudiendo ser estos fabricantes de equipos, proveedores de soluciones, grupos de
TI de la propia empresa, etc. Los muchos tipos de datos incluidos en CFX se utilizan de distintas formas en funcion de la
aplicacion; por ejemplo, en sistemas de retroalimentacion de bucle cerrado, paneles de control de produccion en tiempo real,
trazabilidad (IPC-1782), control mediante MES, administracion de la cadena de abastecimiento, gestion activa de la calidad,
gestion de produccion y otras muchas aplicaciones mas.

Al ser el intercambio de datos en CFX totalmente omnidireccional, cualquier punto de conexioén puede tanto consumir como
crear datos. A titulo ilustrativo, consideremos un escenario en el que una maquina individual de un determinado proveedor
esta conectada en linea con otras maquinas de distintos proveedores. Desde esta maquina individual, se envian mensajes
CFX a las otras maquinas conectadas en la linea, y a sistemas host, tales como MES. Esta maquina individual puede recibir
también mensajes CFX enviados por todas las otras maquinas conectadas en la linea, asi como los enviados por los sistemas
host a fin de optimizar su funcionamiento y facilitar a su proveedor la creacion de funcionalidades de valor afiadido que,
por ejemplo, la capacitan para un sector especifico de la Industria 4.0. De esta forma, una fabrica inteligente, digital y
perteneciente a la Industria 4.0 comprende numerosas aplicaciones de informatizacion para la Industria 4.0, que pueden
funcionar conjuntamente a nivel de maquina, linea, fabrica e incluso empresarial, aunque procedan de distintos proveedores,
al poder compartir fluidamente datos entre ellas mediante el CFX.

El estandar CFX soporta el concepto de «Big Data» (macrodatos) al contemplar los diversos tipos de datos que se utilizan

en el ambito industrial, con inclusion de datos sobre caracteristicas de funcionamiento, materiales, recursos de fabricacion,
usuarios, eventos de calidad, rastreo de productos, etc.; una gran cantidad de datos que pueden combinarse entre si para crear
un entorno de macrodatos. El CFX proporciona por tanto muchas oportunidades de valor afladido para todo el conjunto de
operaciones de fabricacion, con inclusion de, por ejemplo, mejoras en la eficiencia operativa y productividad, calidad y
confiabilidad, agilidad y flexibilidad en la respuesta. El estandar CFX ayuda a las organizaciones a garantizar una provision
de productos y servicios que cumplen o incluso superan las expectativas de sus clientes o usuarios finales, y esto de la manera
mas oportuna y favorable econémicamente.

1.2 Aplicaciones de este estandar Este estandar define el protocolo de comunicacién y el contenido de las comunicaciones
para todos los procesos de produccion de ensambles, sea cual sea el tipo o forma de operacion empleados. Puede aplicarse
también a operaciones transaccionales. No presenta ninguna restriccion en cuanto al sector segtn clasificacion del producto,
ni en cuanto al tamafio de las operaciones o lugar de fabricacion. No exige que la produccion SMT sea parte integrante de

la produccidon de la fabrica. Aunque tenga principalmente la finalidad de facilitar todos los aspectos involucrados en la
produccion de tarjetas de circuitos impresos, se puede ampliar el uso del CFX para que incluya aspectos operacionales
posteriores, tales como montajes o ensambles mecanicos, personalizacion, embalaje y envio, asi como aspectos anteriores,
tales como subensambles eléctricos y mecanicos.






